PIATTO DI RAME HOLES MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. I FORI NON POSSONO ESSERE

COLLEGATIL Societa di progetfazione Pch Cina

* Requisiti speciali: ENIG, spessore dell'oro duro: 4UM, impedenza: Tol: +/- 7%, la deviazione
dell'impedenza nello stesso strato non deve superare +/- 2 Ohm, trapano posteriore, ruotato di 7
gradi.

Confezione con pellicola a bolle trasparente incolore, 25 pezzi / sacchetto, mettere il disidratante sul
fianco, mettere la scheda dell'indicatore di umidita sul lato superiore

Struttura a strati

Lyr  Image Foil Hame

COMP Foil 1/20z
R-5670(G) 3313 RC54%

= R-5775(G) 0.150mm HH 37"449"(1 080*2)(RTF)
R-56700G) 1076 RCEB%
R-5670(G) 1035 RCT0%

t R-5775(G) 0.150mm HH 37"*43"(1080*2)(RTF)
R-5670(G) 1078 RCEE%
R-5670(G) 1035 RC70%

e R-5775(G) 0.150mm HH 37"449"(1080*2)(RTF)
R-5670(G) 1078 RCE8%
R-5670(G) 1035 RCT0%

s R-5775(G) 0.140mm Hi2 37"*49"(1078*2)(RTF)
R-56700G) 2116 RC54%
R-5670(G) 2116 RC54%
R-5670(G) 2116 RC54%

Y R-5775(G) 0.140mm Hi2 37491 078*2)(RTF)
R-5670(G) 1035 RCT0%
R-5670(G) 1078 RCES%

EL R-5775(G) 0.150mm HH 37"*49"(1080*2)(RTF)
R-5670(G) 1035 RCT0%
R-5670(G) 1078 RCEE%

Er R-5775(G) 0.150mm HH 37"43"(1080*2)(RTF)
R-5670(G) 1035 RCT0%
R-5670(G) 1078 RCES%

Bt R-5775(G) 0.150mm HH 37"49"(1080*2)(RTF)
R-5670(G) 3313 RC54%

Foil 1/20z
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Produttore pcb di alta qualita
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